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Manejo, embalaje, transporte y uso de dispositivos
sensibles a la humedad, al reflujo y al proceso

1 Prólogo

El advenimiento de los dispositivos de montaje en superficie (SMDs) introdujo una nueva clase de preocupaciones de calidad
y confiabilidad con respecto al daño debido al proceso de reflujo de soldadura, tales como “grietas y delaminación”. Este
documento describe los niveles estandarizados de exposición al entorno de producción para SMDs sensibles a la humedad/
reflujo junto con los requisitos de manejo, embalaje y transporte necesarios para evitar fallas relacionadas con la humedad/
reflujo. Los documentos complementarios J-STD-020, J-STD-075 y JEP113 definen el procedimiento de clasificación y los
requisitos de etiquetado respectivamente.

Para la sensibilidad a la humedad, la humedad atmosférica entra en los materiales permeables por difusión de los
encapsulados de los componentes. Los procesos de ensamble utilizados para soldar SMDs a placas de circuito impreso
(PCBs) exponen el cuerpo entero del componente a temperaturas superiores a 200 °C. Durante el reflujo de la soldadura,
la combinación de la rápida expansión de la humedad, el desajuste de los materiales y la degradación de la interfaz de los
materiales pueden dar lugar a grietas y/o delaminaciones de interfaces críticas dentro del dispositivo.

Los típicos procesos de reflujo de soldadura a tener en cuenta para todos los dispositivos son convección, convección/IR,
infrarrojos (IR), fase de vapor (VPR), herramientas de retrabajo de aire caliente y soldadura por ola, incluyendo la inmersión
total.

Los dispositivos no semiconductores pueden presentar sensibilidades de proceso adicionales más allá de la sensibilidad a la
humedad tales como sensibilidad térmica, sensibilidad al flux o sensibilidad al proceso de limpieza.

1.1 Propósito El propósito de este documento es proporcionar a los fabricantes y usuarios métodos estandarizados para
manejar, empaquetar, transportar y usar dispositivos sensibles a la humedad/reflujo o el proceso que han sido clasificados
según los niveles definidos en el J-STD-020 o el J-STD-075. Estos métodos se proporcionan para evitar daños por absorción
de humedad y exposición a temperaturas de reflujo de soldadura que pueden dar como resultado una degradación del
rendimiento del proceso y de la confiabilidad. Mediante el uso de estos procedimientos, se puede lograr un reflujo seguro
y libre de daños. El proceso de empaquetado en seco definido en este documento proporciona una vida útil mínima de 12
meses a partir de la fecha de sellado.

1.2 Alcance Esta norma se aplica a todos los dispositivos sometidos a procesos de reflujo de soldadura en masa durante
el ensamble de PCBs, incluyendo componentes con encapsulados de plástico, dispositivos sensibles al proceso y otros
dispositivos sensibles a la humedad que se hayan fabricado con materiales permeables a la humedad (epoxies, siliconas,
etc.) y que estén expuestos al aire ambiental.

1.3 Procesos de ensamble

1.3.1 Reflujo en masa Esta norma se aplica al ensamblaje de reflujo de soldadura mediante procesos de convección,
convección/IR, infrarrojo (IR) y fase de vapor (VPR). �o se aplica a los procesos de reflujo de soldadura que sumergen los
cuerpos de los dispositivos en la soldadura fundida (por ejemplo, los dispositivos montados en la cara inferior en un proceso
de soldadura por ola). Estos procesos no están permitidos para muchos SMDs y no están cubiertos por los estándares de
calificación de dispositivos que se utilizan como base para este documento.

1.3.2 Calentamiento local Esta norma también se aplica a los encapsulados SMD sensibles a la humedad que se desueldan o
sueldan individualmente mediante calentamiento local, es decir, “retrabajo con aire caliente”. Ver Cláusula 6.

1.3.3 Dispositivos con zócalos Esta norma no aplica a los encapsulados SMD que tienen zócalos y no se exponen
a las temperaturas de reflujo de soldadura ya sea por reflujo en masa o por retrabajo de componentes adyacentes. Estos
encapsulados SMD no están en riesgo y no requieren un tratamiento de precaución por humedad.

1.3.4 Soldadura punto a punto Esta norma no se aplica a los encapsulados SMD en los que sólo se calientan las patillas
para refluir la soldadura, por ejemplo, soldadura a mano, uniones de terminales del estilo ala de gaviota por barra caliente
o soldadura por ola de orificios pasantes. El calor absorbido por el cuerpo del encapsulado durante estas operaciones es
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